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前言

　　随着科学技术的发展和电子信息时代的到来，具有高技术性能和高可靠性的各类电子产品，在国
民经济的各个领域中得到了广泛的应用。
由于微电子技术的迅猛发展，以及多芯片模块（MCM）、高密度三维组装技术和电子组装的微小型
化的出现，使电子设备的热流密度越来越高，芯片级已达300W/cm2。
为适应高组装密度、高可靠性的要求，成功地研究了一些高效传热技术，诸如零热阻热管传热技术、
热电制冷技术、相变冷却技术、冷板技术、低热阻技术以及微通道散热技术等。
基于数值计算技术的不断完善，电子设备计算机辅助设计与分析技术也得到了长足的发展，目前电子
设备热设计正处在一个技术革新的崭新时代。
　　编写本书就是要适应高科技发展的需要，为提高电子产品的热可靠性提供比较完整的热设计基本
理论、热设计技术和热测试方法。
　　本书是根据作者多年来从事电子设备热设计教学实践与科研的成果而编写的，也是对多年从事电
子设备热设计实践的经验总结，在编写过程中还吸收了国内外先进的热设计技术，力求使本书内容更
加科学、充实与完善，具有一定的先进性、实用性，为工程设计提供比较实用的设计方法。
　　计算机辅助设计作为一种高新技术，在工程设计中得到了广泛的应用。
本书利用数值传热的基本理论和数值计算方法，对电子产品的计算机辅助热设计与分析进行了比较详
细的论述。
　　在本书的编写过程中，朱敏波副教授为“计算机辅助热分析”的部分内容提供了仿真计算实例；
严惠娥副教授、任康高级工程师绘制了全书的图稿；陈国强、李欢欢两位硕士研究生打印了全书文稿
，作者在此谨向关心和支持本书出版的同志和朋友表示衷心的感谢！
　　由于作者水平有限，编写时间仓促，错误之处在所难免，竭诚欢迎广大读者批评指正。
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内容概要

　　 电子设备热设计是芯片级、元件级、组体级和系统级可靠性设计的一项关键技术。
本书对电子设备热设计基本理论、基本要求和设计准则，电子设备的热分类、冷却方法的选择，各种
冷却技术及热测试技术等进行了详细的论述。
　　全书内容包括传热学的基本理论，自然冷却设计技术（包括机壳设计、印制板组装件的热设计、
微电子功率器件低热阻设计、散热器的优化技术），强迫通风冷却设计技术（风冷空心印制板的热设
计、大型机柜的热设计、通风系统阻力计算方法、通风机的选择与应用、结换因素对风冷效果的影响
），强迫液体冷却（热交换器的设计计算及冷却液和泵的选择），几种高效冷却技术（蒸发或相变冷
却、冷板技术、热管传热、热电制冷等）的设计计算与应用。
此外，还介绍了计算机辅助热分析的基本理论（数值传热学与数值计算方法）和热分析程序设计技术
等。
　　本书可作为高等学校相关专业的教材，也可供从事电子元器件及电子产品结构设计与研究的工程
技术人员参考。
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章节摘录

　　第1章　绪论　　1.1　电子设备热设计的目的　　随着电子技术的迅速发展，电子技术在军用和
民用的各个领域中得到了广泛的应用，为提高电子元器件和设备的热可靠性以及对各种恶劣环境条件
的适应能力，电子元器件和设备的热设计和热分析技术得到了普遍的重视和发展。
　　自1948年半导体器件问世以来，电子元器件的小型化、微小型化和集成技术的不断发展，使每个
集成电路所包含的元器件数超过了250 000个。
由于超大规模集成电路（vLsIC）、专用集成电路（AsIC）、超高速集成电路（VHsIC）、无引线器件
、表面贴装和多芯片模块（MCM）等微电子技术，在结构、工艺、组装等诸多领域的不断发展，使
微电子器件及设备的组装密度和功率密度在迅速提高，如图1—1所示。
　　研究表明，芯片级的热流密度高达300W/cm2，它仅比太阳表面的热流密度低两个数量级，太阳表
面的温度可达6000℃，而半导体集成电路芯片的结温应低于100℃，如此高的热流密度，若不采取合理
的热设计技术，必将严重影响电子元器件和设备的热可靠性。
　　电子设备热设计的目的是为芯片级、元件级、组件级　　和系统级提供良好的热环境，保证它们
在规定的热环境下，能按预定的方案正常、可靠的工作。
热控制系统必须具有在规定的使用期内，完成所规定的功能，并以最少的维护保证其正常工作的功能
。
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编辑推荐

　　根据作者多年来从事电子设备热设计教学实践与科研的成果而编写的，也是对多年从事电子设备
热设计实践的经验总结，在编写过程中还吸收了国内外先进的热设计技术，力求使《电子设备热设计
》内容更加科学、充实与完善，具有一定的先进性、实用性，为工程设计提供比较实用的设计方法。
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